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１．概要（Summary） 

本研究は、複数のカンチレバーを一体とした平面形状

測定用の MEMS デバイスの製作を目標とする。 
デバイス製作は回路製作，探針製作、外形切り出しの

順番で行う。回路製作後に探針製作を行うと回路が溶解

してしまうため、水ガラスによって回路面をコーティングし

た。しかし、水ガラスの塗りムラが原因で歩留まりが悪くな

り、エッチング後回路に一部損傷が見られた。そのため、

塗りムラをなくす 2 つの塗布方法を考案し、デバイス製作

を試みた。 
 
２．実験（Experimental） 
・プラズマ CVD による酸化膜の堆積。 
・両面マスクアライナーによるリソグラフィ。 
・イオン注入装置によるピエゾ抵抗体の形成。 
・スパッタ装置による Al-Si の堆積。 
・スピンコーターと拡散炉による水ガラス膜の形成。 
・リアクティブイオンエッチャーによる酸化膜除去。 
・ドラフト内におけるエッチング。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 探針製作時の回路保護を以下の２つの方法により行っ

た。１つ目の方法は，水ガラス塗布後に希フッ酸処理によ

り水ガラス表面を荒らすことによって，水ガラスの塗りムラ

を抑えた。２つ目の方法は、水ガラスと P-CVD による

SiO2 層を交互に成膜することで，水ガラスの塗りムラを改

善した。これらの２つの方法は、いずれも塗りムラを改善

することに成功した。 
 これら２つの試料を用いウェットエッチングによる探針製

作を行ったところ、１つ目の方法による試料は回路部に一

部損傷が見られ、２つ目の方法による試料は回路部を完

全に保護することができた。 
２つ目の水ガラスとP-CVD によるSiO2層を交互に成膜

する方法により、デバイス製作を行い目標とする形状のデ

バイスの製作に成功した（Fig.1）。 

 

 
今後、保護層の最適な積層量を探ることで、製作時間短

縮が見込める。 
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Fig.1 Fabricated multi-cantilever device.
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